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低温・強磁場・高圧下での精密実験が可能
です。また、表面弾性波(SAW)デバイスを用
いることでウェーハの表層領域を測定するこ
ともできます。
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現代の半導体デバイス製造には、ナノレベルサ
イズの微小欠陥であるボイドや酸素析出物などを
高度に制御したシリコンウェーハが用いられてい
ます。これらの微小欠陥の形成にはウェーハ中に
ごく僅かに存在する「原子空孔」が影響を及ぼす
ことが分かっていますが、原子空孔の観測に基づ
いた欠陥評価は産業界では実現していません。
超音波位相比較法では物質中に超音波を伝搬さ

せ、その音速の変化を7桁の高分解能で測定する
ことで物質の弾性定数を決定できます。原子空孔
が存在すると、シリコンの弾性定数が低温で温度
の逆数に比例して減少するソフト化が起きます。
そのソフト化量は原子空孔濃度に比例して大きく
なります。私たちは商業用途のシリコンウェーハ
中に1012～1014 cm-3ほどの希薄な濃度で存在
する原子空孔の直接観測に世界で初めて成功しま
した。特に、ICT用に用いられるボロン添加シリ
コンでは研究が進んでおり、原子空孔濃度の定量
評価が可能となっています。
商業用途のシリコンウェーハ中に存在する原子

空孔を観測・評価し、結晶育成やデバイス製造に
フィードバックすることで、原子空孔や微小欠陥
を制御した次世代ウェーハの開発や、半導体デバ
イスの特性向上に応用できると期待されます。
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